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Produkte, Systeme, Gesamtan-
lagen und Dienstleistungen auf
den Gebieten Hochspannungs-
technik, Mittelspannungstech-
nik, Schutz- und Leittechnik,
Transformatoren sowie dezen-
trale Energieversorgung. Den
Kunden wird eine Kontinuitt
in der Belieferung mit den
jeweiligen Produkten und Lei-
stungen zugesichert.

10 Jahre Murr-
elektronik AG

Die Firma Murrelektronik
hat sich in den zehn Jahren
ihres Bestehens vom reinen
Handelsbetrieb zu einem 32
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter starken High-Tech-Betrieb
entwickelt. Als eigenstindige
Tochtergesellschaft . innerhalb
der deutschen Murr-Gruppe
betreut und beliefert Murrelek-
tronik mehr als 2000 Kunden
in der Schweiz und dem
Fiirstentum Liechtenstein mit
Komponenten fiir die indu-
strielle  Automation: Entstor-
technik fiir Motoren, Ventile
und Schaltgerite, Netzfilter,
Bussysteme, SPS-Systeme, In-
terface-Bausteine und Netz-
gerite. Im Sektor Murrplastik
ist die Firma spezialisiert auf
Kabelschlauchsysteme, Ener-
giefiihrungskettensysteme und
computerunterstiitzte Beschrif-
tungssysteme. Fiir Kunden,
welche nicht mit Standardpro-
dukten befriedigt werden kon-
nen, stellt Murrelektronik auch
kundenspezifische —Hardware
und Software her. Gratulation
zum zehnten Geburtstag!

IB COM und Fides

kooperieren

Die IB COM Informatik AG
Chur und Fides Informatik Zii-
rich haben ein Kooperations-
abkommen unterzeichnet. Der
Softwarehersteller  IB COM
will damit den Markt fiir seine
Standardsoftware Cadiba, ein
System fiir die Elektroplanung,
weiter ausbauen. Umgekehrt
kann die Fides Informatik
das CAD-Angebot fiir ihren
Elektrotechnik-Kundenstamm
erweitern.
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Okologie
als strategische

Erfolgsposition

Fiir die in der Haushaltappa-
ratebranche fiihrende Electro-
lux ist Okologie nicht eine
Last, sondern seit vielen Jahren
die wichtigste strategische Er-
folgsposition. Die strengen
okologischen Massstibe ihres
Umweltmanagement-Systems
(UMS) nach ISO/DIS 14001
sind Leitlinien bei der Ent-
wicklung und  Herstellung
von Produkten und Dienstlei-

Mit Mehrwegverpackungen und
einer optimierten Logistik lassen
sich Entsorgungskosten einsparen.

stungen und haben zu guten
Resultaten  gefiihrt. Pionier-
arbeit wurde geleistet auf dem
Sektor der Kiihlschrankent-
sorgung und der Materialkenn-
zeichnung zur spiteren Wie-
derverwertung;  okologische
Spitzenprodukte  sind  eine
40-Liter-Waschmaschine, ein
Kiihlschrank, der pro 100 Liter
Inhalt und Tag nur 0,13 kWh
Strom braucht, elektronische
Kochfeldsteuerungen mit ge-
nauer Regulierung, 6kologi-
sche  Selbstreinigung  von
Backofen sowie ein nur mit
Sonnenenergie arbeitender So-
larrasenmiher.

Im gleichen Sinne hat Elec-
trolux vor zwei Jahren fiir die
im eigenen Werk hergestellten
Produkte eine Verpackung ent-
wickelt, welche mehrmals ver-
wendet werden kann. Gegen
zwei Drittel der verkauften
Produkte werden heute in die-
sen Verpackungen gelagert
und transportiert. Die neue

Verpackung ist besonders fiir
die in der Schweiz hergestell-
ten Produkte sinnvoll, weil der
Riickschub ins Produktions-
werk aufgrund einer optimier-
ten Transportplanung keine
Mehrkosten oder Mehraufwen-
dungen verursacht. Die Ab-
satzmittler ~ von  Electrolux
nutzen heute mehr und mehr

diese  Riickgabemdoglichkeit
und konnen dadurch Ent-
sorgungskosten ~ sparen und

gleichzeitig einen sinnvollen
Beitrag zum Umweltschutz lei-
sten; die Verpackungen wer-
den jeweils gesammelt und bei
der nichsten Geritelieferung
zuriickgegeben.

Stillstand im
Hausgeratemarkt

Wie aus der vom Fachver-
band  Elektroapparate  fiir
Haushalt und Gewerbe
Schweiz (FEA) publizierten
Statistik fiir das erste Halbjahr
1996 hervorgeht, setzt sich der
negative Trend im Hausgerite-
mirkte fort, sowohl im Gross-
geritebereich als auch bei den
Kleingeriten, hier mit einer
erneuten Verstirkung des Ne-
gativtrends. Diese Situation
wird verschirft durch die Tat-
sache, dass die riickldufigen
Stiickzahlen  trotz  vielfach
sinkenden Preisen entstanden

sind. Die neue Halbjahresstati-
stik zeigt auf, dass sich die
negative Entwicklung der letz-
ten 18 Monate fortsetzt. Die in
den zuriickhaltenden Konjunk-
turprognosen der Branche zum
Ausdruck gekommene Skepsis
wird von den neuesten Markt-
erhebungen  bestitigt;  die
Mirkte bewegen sich in einem
unerbittlichen  Verdringungs-
wettbewerb.

Der FEA, dem praktisch alle
Hersteller und Importeure von
Haushaltapparaten  in  der
Schweiz angehoren, fiihrt in
seinem Kommentar aus, dass
die Forderung nach grosserer
Flexibilitdit im Bereich der
Rahmenbedingungen  bisher
offenbar noch immer nicht an-
gekommen sei. Unwissen oder
Verdriangung von Unangeneh-
mem fiihrten nach wie vor zu
Missverhiltnissen bei der Prio-
rititenfestlegung im gesetzge-
berischen Bereich. Angst und
Verunsicherung als Basis der
politischen  Meinungsbildung
seien — so die Ansicht des
Branchenverbandes - wenig
geeignet, um die schweize-
rische Wirtschaft aus dem
Talboden herauszufiihren. Mit
Interesse sei deshalb etwa die
Entstehung des neuen Energie-
gesetzes zu verfolgen, wo
massgebliche Zeichen fiir ver-
besserte Rahmenbedingungen
gesetzt werden konnten.

Technik und Wissenschaft
Technique et sciences

Rekord-Datenraten dank neuen Halbleiter-

Bauelementen

Modernste  Technologien
wie Mobilfunk oder Internet
lassen den Bedarf an neuen
Kommunikationsmitteln ~ und
-kapazititen stetig ansteigen.
In der Ubertragungskapazitiit

der Glasfasern stecken aber
auch noch grosse Reserven.
Ein Flaschenhals bei dieser
Technik besteht in der Elek-
tronik, und zwar auf der Sen-
der- und der Empfangsseite der
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Glasfaserstrecken. In vielen
Laboratorien wird deshalb die
Entwicklung immer schnelle-
rer Elektronik fiir die faseropti-
sche Kommunikationstechnik
stark vorangetrieben.

Einen grossen Schritt wei-
tergekommen sind dabei die
ETH Ziirich und Lausanne, die
in einem gemeinsamen Projekt
im Rahmen des Schwerpunkt-
programms Optik einen neu-
artigen, integrierten  Emp-
fanger fiir die faseroptische
Kommunikationstechnik  ent-
wickelt haben. Mit einer spe-
ziellen Kristallwachstumstech-
nik (entwickelt am Institut
de Micro- et Optoélectronique
der ETH Lausanne) und
einer  Elektronenstrahl-Struk-
turierungstechnik ~ (entwickelt
am Institut fiir Feldtheorie
und  Hochstfrequenztechnik
der ETH Ziirich) wurde eine
Empfangerschaltung  herge-
stellt, die punkto Bandbreite
(20 GHz) und Verarbeitungs-
geschwindigkeit sidmtliche Re-
korde bricht. Pro Sekunde ldsst
sich eine Datenmenge von ge-
gen 40 GBit verarbeiten. Die-
ser Wert tibertrifft die hochsten
heute kommerziell eingesetz-
ten Datenraten um den Faktor
10. Zudem zeichnet sich der
neue Empfinger durch ein be-
sonders niedriges Eigenrau-
schen aus und erlaubt daher
auch den Empfang von sehr
kleinen Signalleistungen.

Um dies zu erreichen, muss-
ten technologisch neue Wege
beschritten werden. Auf dem-
selben Chip wurden ein Licht-
detektor und ein elektronischer
Verstirker auf der Basis von
Indium-Phosphid  (InP) rea-
lisiert. Indium-Phosphid ist ein
in der heutigen Elektronik
noch  wenig  verwendetes
Halbleitermaterial. InP-Licht-
detektoren zeigen ihre besten
Eigenschaften bei Lichtwellen-
ldngen, wie sie in der heutigen
Glasfasertechnik ~ verwendet
werden.

Zudem konnen auf dem InP-
Kristall sogenannte Hemt-Bau-
elemente (High Electron Mo-
bility Transistor) hergestellt
werden, die beziiglich Verstir-
kungseigenschaften bei hohen
Frequenzen momentan Welt-
rekorde halten.

Bulletin SEV/VSE 21/96

FPGA- und Asic-
Welten verschmelzen

Vor kurzem haben Actel
Corporation und Synopsys Inc.
die Entwicklung von «System
Programmable — Gate-Arrays»
(SPGA) vereinbart. Mit der
Realisierung dieser neuartigen
Logikprodukte wollen beide
Unternehmen die Funktionen
von  anwenderprogrammier-
baren Gate-Arrays (FPGA)
und  maskenprogrammierten,
applikationsspezifischen  ICs
(Asics) auf einem gemein-
samen Chip miteinander ver-
schmelzen.

SPGA bieten dem Anwen-
der die von herkémmlichen
FPGA gewohnten Time-to-
Market-Vorteile sowie ein
Héchstmass an Flexibilitét und
kombinieren diese Eigenschaf-
ten mit den Integrations- und
Leistungsvorteilen von Asics.
Durch die Integration von
komplexen Systemelementen
und traditionellen program-
mierbaren  Logikschaltungen
wird die Entwicklung von ech-
ten programmierbaren Syste-
men auf Chipebene ermog-
licht. Typische Applikationen,
in denen die Vorteile der
SPGA besonders deutlich zum
Tragen kommen werden, sind
in den Bereichen Kommuni-
kation, DSP, Multimedia, Em-
bedded Systems und Compu-
tertechnik zu finden.

Als  neue Bausteinklasse
stellen SPGA die Grundlage
zur Kombination von applika-
tionsspezifischen  Funktions-
blocken und Cores mit pro-
grammierbaren Logikfunktio-
nen dar und erlauben mit
einem einzigen Chip die Ent-

wicklung von Applikationen
auf Systemebene. Dem Ver-
nehmen nach entwickelt Actel
derzeit bereits eine breite Pa-
lette von SPGA-Produkten, die
im Verlauf der nidchsten neun
Monate vorgestellt werden sol-
len. Zur Definition von appli-
kations- und kundenspezifi-
schen Versionen arbeitet das
Unternehmen eng mit Gross-
kunden zusammen. Bei Actel
ist man iiberzeugt, dass sich
mit den SPGA der erste rich-
tige Durchbruch im Bereich
programmierbare Logik seit
vielen Jahren erzielen ldsst,
mussten sich doch die Ent-
wickler bisher immer entweder
fir FPGAs mit den zugehdri-
gen Time-to-Market-Vorteilen
oder fiir die hohe Effizienz von
Asics entscheiden, wihrend
sich mit den SPGA die Vor-
teile beider Welten werden
nutzen lassen.

BEW-Forschungs-
programm
«Elektrizitat»

neu ausgerichtet

Kiirzlich wurde zum BEW-
Forschungsprogramm  Elektri-
zitit das Konzept fiir die Jahre
1996-1999  fertiggestellt. Es
beschreibt die Schwerpunkte,
auf die sich dieses Forschungs-
programm bis zur Jahrtausend-
wende konzentrieren wird.

Das  Forschungsprogramm
Elektrizitit beschiftigt sich ge-
nerell mit der optimierten Nut-
zung der elektrischen Energie
von der Erzeugung iiber die
Verteilung bis zum rationellen
Einsatz, wobei fiir die nichsten

I Ao ] Mask Programmable 1
Time Yo ace

1 Cell Based : Performance,

to Embedded Gt
Market SRt ¢

3 Gate Array Gatciatray Effectiveness

SPGA mit kombinierten Vorteilen von FPGA und maskenprogrammierten Asics

Jahre Schwerpunkte definiert
wurden. Fiir die Férderung und
Unterstiitzung der rationellen
Elektrizititsnutzung mit den
Hauptthemen Demand Side
Management, -Motoren und
Energieoptimierung in EDV-
Netzwerken sind aufgrund des
immer noch grossen Potentials
die grossten finanziellen Mittel
vorgesehen.  Gleichermassen
werden aber auch die Optimie-
rung und Verlustminimierung
in der Ubertragung und Vertei-
lung elektrischer Energie so-
wie die Erforschung zukiinfti-
ger Energieanwendungen in
der Hochtemperatur-Supralei-
tung unterstiitzt. Der Bericht
kann bei Enet bezogen werden.

Weitere Informationen er-
teilt: Leiter des BEW-Pro-
gramms Elektrizitdt, R. Briini-
ger, Isenbergstr. 30, §913 Ot-
tenbach, Telefon 01 760 00 66,
Fax 01 760 00 68.

Zur Nomenklatur
der Asics

Im Vorfeld der Electronica
96 (12.-15. November 1996 in
Miinchen) werden in Facharti-
keln wiederum viele Begriffe
und Abkiirzungen rund um die
Asics auch von Nichtspeziali-
sten als bekannt vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Erlduterun-
gen konnten daher niitzlich
sein.

Zu Asics werden halbkun-
denspezifische Gate Arrays
und Linear Arrays, kundenspe-
zifische Standardzellen, voll-
kundenspezifische sowie pro-
grammierbare Logikbausteine
gezihlt, zu denen einfache
(SPLDs wie PALs oder PLAs)
und komplexe Ausfiihrungen
(CPLDs) ebenso gehoren wie
feldprogrammierbare Gate
Arrays (FPGAs) oder elek-
trisch programmierbare Ana-
logschaltkreise (EPACs).

Der Ausdruck Asic (Appli-
cation-Specific IC) war aller-
dings von Anfang an irrefiih-
rend. Asics, wie man sie heute
kennt, sind in Wirklichkeit
kundenspezifische und nicht
anwendungsspezifische  ICs.
Mit anderen Worten: Der Gate-
Array- oder Standardzellen-
Baustein wird fiir einen be-
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stimmten Kunden gemacht und
nicht fiir ein bestimmtes Sy-
stemteil, beispielsweise ein
Diskettenlaufwerk. Mittlerwei-
le bezeichnet man ein Bauele-
ment, das an mehr als einen
Anwender verkauft wird, auch
wenn es mit Hilfe von Asic-
Technologie hergestellt wurde,
als Standard-IC oder ASSP
(anwendungsspezifisches
Standardprodukt).

Die korrekte Nomenklatur
sieht also heute folgendermas-
sen aus: ein Asic wird nur fiir
einen  Kunden hergestellt.
Dazu  gehéren auch die
erwdhnten PLDs (program-
mierbare Logikbausteine),
weil der Kunde diesen Bau-
stein ausschliesslich fiir seine
Anforderungen «program-
miert». CSICs (Customer-Spe-
cific ICs) hingegen hitten die
Asics von allem Anfang an
heissen sollen; der Begriff ist
allerdings noch nicht sehr ver-
breitet. ASSPs (Application-
Specific Standard Products) ist
ein relativ neuer Begriff fiir
ICs, die auf spezifische
Systemaufgaben —ausgerichtet
sind, oft mit Asic-Technologie
hergestellt, aber als Standard-
produkt an zahlreiche Anwen-
der verkauft werden. CSPs
schliesslich (Customizable
Standard Products) sind zu 70
bis 90% Standard, doch kann
der Anwender auf 10-30% des
Chips seine spezifische Logik-,
Speicher- oder Peripheriefunk-
tionen unterbringen.

Kein Gelande

2u schwierig

Selbst sehr hohe Beton-
masten fiir Hochspannungslei-
tungen oder fiir Beleuchtungen
von Sportplitzen, Autobahnen,
Hifen und Flugplitzen konnen
nun in Containern transportiert
und an Ort und Stelle per
Hubschrauber montiert wer-
den. Ermoglicht wurde dies
durch die Entwicklung eines
originalen (patentierten) Kupp-
lungssystems fiir solche Beton-
masten durch die Firma Gram
AG, Villeneuve, eine Spe-
zialistin in der Anwendung
von hochwertigem Stahlbeton.
Diese Weltneuheit wurde kiirz-
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Neue Wege in der Montage von
Hochspannungsleitungen

lich auf einer Baustelle der
Neuenburger  Elektrizititsge-
sellschaft (Ensa) einer Hun-
dertschaft von Spezialisten aus
Elektrizititswerken und Mon-
tagefirmen von Hochspan-
nungsleitungen erfolgreich
vorgefiihrt. Die neue Technik
offnet den Weg fiir eine noch
hidufigere Verwendung von
Betonmasten.

Multichip-Module
als Wachstumsfaktor

Im Zeichen fortschreitender
Miniaturisierung, hoher Pak-
kungsdichten und  vielfilti-
ger Kombinationen mehrerer
Technologien der Mikroelek-
tronik riicken sogenannte Mul-
tichip-Module (MCM) immer
stirker in den Vordergrund.
MCM werden fiir das kontinu-
ierliche Wachstum der Elektro-
nikindustrie zunehmend wich-
tiger; die Experten sehen sie
als einen der bestimmenden
Faktoren in der gesamten Elek-
tronikanwendung.

Ein Multichip-Modul beher-
bergt auf einem isolierenden
Substrat mehrere miteinander
verbundene integrierte Schalt-
kreise, derzeit aber kaum noch
passive Elemente; die Defini-
tion gleicht der von herkdmm-
lichen  Hybridschaltkreisen.
Deshalb konnen MCM als Teil
der  Hybrid-Mikroelektronik
gesehen werden; voraussicht-
lich wird freilich der Begriff
MCM den Ausdruck Hybrid
als Definition einer verbunde-
nen Ansammlung mehrerer IC
mehr und mehr verdringen.

Ein wichtiges Anwendungs-
segment der MCM sind Fliis-
sigkristallanzeigen (LCD).
Diese sind auf Glassubstrat
aufgebaut und enthalten Mil-
lionen von auf dem Glas aufge-
brachten Verbindungen und
Transistoren. Unter Verwen-
dung einer speziellen Mon-
tagetechnik (Chip on Glass)
werden auch die Treiber-IC auf
demselben Substrat unterge-
bracht. LCD gehoren damit zu
den raffiniertesten heute gefer-
tigten MCM; ihre Herstellung
gibt berechtigten Anlass zur
Hoffnung, dass auch die Ferti-
gungskosten anderer MCM-
Substrate sich drastisch wer-
den senken lassen.

Mittlerweile existieren un-
zihlige  Abhandlungen zur
MCM-Technologie. Dem steht
indes vorldufig noch eine mis-
sige Durchdringung des freien
Marktes gegeniiber. Bei poten-
tiellen Anwendern der MCM-
Technik fehlt immer noch
tiefergehendes Wissen. Hier
bietet die Electronica 96 eine
einmalige Gelegenheit, alle zur
Realisierung notwendigen
Komponenten und Geriite im
Detail zu betrachten und zu
vergleichen, von den «nack-
ten» Chips iiber Substrate,
Verbindungstechniken und
Verpackung bis hin zu den
erforderlichen ~ Entwicklungs-
tools wie Simulatoren oder
Autoroutern. Mit  Sicherheit
bilden MCM eines der heissen
Themen auf der Electronica 96
(12.-15. November 1996 auf
dem Miinchner Messegelin-
de), der weltweit fiihrenden
Messe fiir Bauelemente und
Bausysteme der Elektronik
und einzigartigem Treffpunkt
von Anbietern und Anwendern
aus aller Welt.

Jahrestagung
der SATW

Die Schweizerische Akade-
mie der Technischen Wissen-
schaften hat am 26. und 27.
September in Ziirich ihre dies-
jihrige Jahrestagung durchge-
fihrt.  Das  Tagungsthema
«Schweizer Technik in der
Welt der nidchsten Generation»
war geschickt gewihlt. Es

wollte sich nicht nur mit der
heutigen unfreundlichen Wirt-
schaftssituation  auseinander-
setzen, sondern auch einen
Blick in die Zukunft wagen.
Was die Anwesenden zu horen
bekamen, war insbesondere
deswegen bedenklich, weil
man den Referenten eine ob-
jektive Position zuzugestehen
bereit ist.

Nicht weil die anderen vier
Beitriige weniger interessant
oder weniger wichtig wiren,
sondern wegen seiner Symbol-
haftigkeit hat der Beitrag von
ETH-Professor Daniel Vischer
besonders beriihrt. Dass den
phantastischen Stauanlagen in
den Schweizer Bergen und
Fliissen das gleiche Schicksal
wie anderen Wahrzeichen un-
seres nationalen Egos — Land-
wirtschaft, Tourismus, Neutra-
litdt, Volksarmee usw. — droht,
ist mehr als schmerzlich. Was
steht unserer Wirtschaft und
damit der Gesellschaft noch
bevor, wenn selbst unseren
heimischen erneuerbaren Ener-
giequellen aus Wirtschaftlich-
keitsgriinden der «Riickbau»
droht? Es lohnt sich, Vischers
Schlusssitze in Erinnerung zu
rufen: «Noch sind zu viele
Schweizer darauf versessen,
die  Wasserkraftwerke zum
ewigen Bestand der Schweiz
zu zdhlen. Noch gelten die
Kraftwerkgesellschaften  bei
vielen oOkologisch gesinnten
Mitbiirgern als  Gewissser-
schutzfeind Nummer 1. Und
noch stellt die Wasserkraft bei
der Mehrzahl der Bevolkerung
eine unerschopfliche Quelle
von allerlei Steuern dar. Doch
ist es jetzt Zeit, sich von die-
sen Fixierungen zu losen.
Denn sie drohen zum Mythos
zu werden. Gefragt ist aber
heute nicht ein Mythos, son-
dern die Wirklichkeit: eine
neue Wirklichkeit der Schwei-
zer Technik.»

In einem Festakt wurden
folgende Personlichkeiten
durch Aufnahme in den Kreis
der  SATW-Einzelmitglieder
geehrt: Henry Baltes, Professor
fiir physikalische Elektrotech-
nik an der ETH Ziirich; Mario
Botta, Architekt; Fulvio Cac-
cia, Nationalrat; Jean-Pierre
Etter, unter anderem Priisident
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der Fongit (Fondation Innova-
tion Technologique, Geneve);
Stéphane Garelli, unter ande-
rem Professor am IMD (Inter-
national Business School, Lau-
sanne); Hans-Heiri  Gasser,
Holzbauspezialist und alt Re-
gierungsrat, Lungern; Ursula
Keller, Professorin fiir Experi-
mentalphysik an der ETH Zii-
rich; Georg Miiller, unter ande-
rem Initiator und Gestalter der
Ausstellungen Phidnomena und
Heureka;  Klaus  Ragaller,
Technischer Direktor der Kon-
zerngruppe der ABB Schweiz;
Rosemarie Simmen, Stinderd-
tin; Kaspar Villiger, Bundes-
rat. Als Ehemaliger der ETH
Ziirich und einer der wenigen
Politiker ~ mit technischem
Background hat sich Bundesrat
Villiger auf sehr sympathische
und fiir die jetzigen Absolven-
ten instruktive Weise fiir die
Ehre bedankt. Bau

Zement aus Sonnen-
energie

Die Herstellung von Zement
verbraucht viel Energie. In
einem mehrstufigen Verfahren
wird dieser wichtige Baustoff
aus Kalkstein gewonnen, in-
dem der Kalk zuerst gebro-
chen, dann fein gemahlen und
schliesslich bei einer Tempera-
tur um 900 °C gebrannt wird.
Vor allem dieser letzte Schritt
ist sehr energieintensiv. Fiir
einen Sack Zement von 50 kg
braucht man entweder rund
S kg Erdol, 7-9 kg Kohle oder
ungefihr 11 kg Holz.

In vielen Entwicklungslén-
dern ist Holz die wichtigste
Energiequelle zur Zementher-
stellung. Dadurch fordert sie
die Entwaldung — und dies in
Regionen, wo eigentlich genii-
gend Sonnenenergie zur Ver-
fiigung stiinde. Warum also
nicht einen Solarbrennofen
bauen, in welchem drehbare
Spiegel das Licht der Sonne
auf einen Punkt konzentrieren
und dieses dort fiir den Brenn-
prozess einsetzen?

Bereits 1980 hatten franzo-
sische Ingenieure in Laborver-
suchen gezeigt, dass ein sol-
ches Verfahren grundsitzlich
funktioniert. Um Zement im
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In einem Zyklonreaktor (im Brennpunkt des Parabolspiegels) wird kontinuier-

lich Kalk zu Zement gebrannt.

industriellen Massstab herzu-
stellen, braucht es aber einen
Prozess, welcher nach dem
Durchlaufprinzip funktioniert.
Eine derartige Anlage hat jetzt
ein Forscherteam am Paul-
Scherrer-Institut aufgebaut. Es
konstruierte einen Brennofen
in Form eines offenen Zyklon-
reaktors, in den die gebiindel-
ten Sonnenstrahlen aus dem
PSI-Solarkonzentrator ~ direkt
eintreten konnen. Mit Druck-
luft wird durch einen Schlauch
stindig neues Kalkpulver zu-
gefiihrt. Im dabei im Reaktor
entstehenden Wirbel erhitzt
das Sonnenlicht direkt den
Kalk, ohne gleichzeitig die

Wiinde des Reaktors allzu stark
zu erwirmen. Durch einen
zweiten Schlauch werden die
produzierten  Zementkdrner
wieder abgesaugt.

Mit den 90 m?* Spiegelfliche
des PSI-Solarkonzentrators ist
es am PSI moglich, pro Stunde
25 kg Kalkpulver mit einer
Ausbeute von 80% herzustel-
len. Vorldufig ist allerdings das
Verfahren im Vergleich zur
Herstellung mittels Kohle noch
teurer. Eine Studie, die mit
einem  grossen  deutschen
Maschinenhersteller fiir die
Zementindustrie durchgefiihrt
wird, soll die wirtschaftliche
Machbarkeit niher abkldren.

Aus- und Weiterbildung
Etudes et perfectionnement

Gute Noten fiir die Schweizer Ingenieur-

ausbildung

Die Gruppe Ingenieure fiir
die  Schweiz von morgen
(INGCH) untersuchte in Ko-
operation mit dem Schweiz.
Ingenieur- und Architekten-
Verein  (SIA) und dem

Schweiz. Technischen Ver-
band (STV) im Rahmen des
Nationalen ~ Forschungspro-
grammes NFP 33 erstmals
umfassend und aus verschiede-
nen Blickwinkeln die Wirk-

samkeit der Ausbildung an den
ETH und Ingenieurschulen IS
(zukiinftige Fachhochschulen).
Befragt wurden Studierende,
Ingenieurinnen und Ingenieure
sowie Unternehmen. Zudem
wurde eine Inserateanalyse
durchgefiihrt.

Die Ergebnisse der Unter-
suchung zeigen, dass die
Ingenieurausbildung in  der
Schweiz von allen befragten
Gruppen als durchwegs gut
beurteilt wird. Gleichzeitig kri-
stallisierten sich auch gewisse
Unterschiede hinsichtlich des
optimalen Einsatzes und der
Stirken zwischen den beiden
Ingenieurtypen heraus. Das
kurzfristige ~ Kosten-Nutzen-
Verhiltnis beim ersten Einsatz
in der Praxis wird von den
Unternehmen bei Neuabsol-
venten und -absolventinnen
von IS, das langfristige bei
jenen von ETH als besser ein-
geschitzt, ETH-Ingenieure ha-
ben dem gegeniiber gesamthaft
betrachtet die besseren Auf-
stiegschancen. Wihrend ETH-
Absolventinnen vor allem fiir
die Forschung geeignet sind,
liegen die Vorteile der IS-
Abgiinger mehr im Bereich der
Realisation und Produktion.
Managementfihigkeiten — wer-
den wieder eher den ETH-
Ingenieuren zugesprochen.
Daneben zeichnen sich IS-Ab-
solventinnen vor allem durch
Praxisbezug und Durchhalte-
willen, jene von ETH durch die
Breite des Basiswissens aus.

Als wichtigste zukiinftige
Anforderungen an Ingenieure
werden vernetztes Denken,
Teamfihigkeit, betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse sowie
Flexibilitit und Kommunika-
tionsfihigkeit angegeben. Eine
wesentliche  Herausforderung
fiir das Ingenieurausbildungs-
system in der Schweiz wird
sein, die bisher fir die Wett-
bewerbsfihigkeit der Schweiz
wichtige Einrichtung der dua-
len Ausbildung, die einerseits
liber die Lehre und eine Inge-
nieurschule und anderseits
tiber das Gymnasium und die
ETH fiihrt, auch in Zukunft
erhalten zu konnen. Wichtig
wird auch sein, die Ausbil-
dungsqualitidt sowohl an IS als
auch an den ETH auf dem
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